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Wybrane badania srodowiskowe
jako sprawdzian poprawno sci doboru
materiatow i konstrukcji

Streszczenie. Przedstawiono badania $rodowiskowe jako metodyke sprawdzania poprawnosci doboru
materiatow i konstrukcji elektrotechnicznych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem badan plesnioodpornosci.

Stowa kluczowe : badania srodowiskowe, plesnioodpornosc¢.
Wprowadzenie

Rozwoj konstrukcji iekspansja przemystu w roézne strefy klimatyczne
spowodowaty, ze ilos¢ urzgdzen elektrycznych stala sie miarg postepu i rozwoju.

Doktadne analizy awarii urzgdzen elektrycznych, czy to na ladzie czy to na
morzu, stosunkowo szybko spowodowaly powstanie nowej dziedziny - klimatologii
technicznej, zajmujgcej sie dostosowaniem materiatbw i urzgdzen do wymagan
(mikro)$rodowiska przeznaczonego dla nich miejsca pracy. W krétkim czasie
zdefiniowano pojecie czynnikéw srodowiskowych, z wyszczegoélnieniem czynnikéw tzw.
dominujgcych na danym obszarze oraz opracowano szereg wytycznych do badan
normatywnych odpornosci wyrobow na zestaw czynnikéw srodowiskowych, dominujacy
w danym miejscu pracy.

Nalezaly i nalezg do nich przede wszystkim :

¢ duza wilgotno$¢ powietrza w szerokim zakresie temperatur,

» szoki termiczne, w tym najgorsze — z dobowym przejéciem przez 0°C,

* aerosole, sprzyjajgce powstawaniu mgiet solnych, przy$pieszajgcych znacznie
procesy korozyjne, obejmujgce obszary przymorskie — do ok. 160 km od brzeg
akwenéw wodnych,

« aerozole, sprzyjajgce powstawaniu mgly aerozolowej, tzw. smog, 0 réznym
sktadzie, zaleznym nie tylko od rodzaju produkcji i emisji gazéw na danym
terenie ale zaleznym réwniez od aktualnej rézy wiatréw,

¢ obecnosé par substancji ropopochodnych,

« stale zagro zenie atakiem grzybdéw ple $niowych.

Od pocz atku wszystkich prac normatywnych, we  wszystkich opracowaniach,
zwracano uwag € na wymagan g plesnioodporno $§¢ materiatow i wyrobow [1-4].

Wiasciwo $ci grzybow ple $niowych



Liczne rodzaje grzybdéw plesniowych, istotne z technicznego punktu widzenia,
wyrézniajg sie zdolnoscig do rozktadania wysokomolekularnych substancji naturalnych
oraz zwigzkéw syntetycznych i wykorzystywania produktéw rozpadu tych substancji do
budowy wiasnej struktury (plechy - grzybni). Nadzwyczajna zdolnos$¢ dostosowywania
sie do wykorzystywanego podioza jest zwigzana z obecnoscig duzej ilosci fermentéw,
ktére sg katalizatorami proceséw rozktadu. Oprocz podtoza, mogacego stanowi¢ zrédio
substancji odzywczych, do rozwoju plesni niezbedna jest wilgo¢ i/oraz, choé nie we
wszystkich przypadkach, tlen. Zapotrzebowanie na wilgoc¢ (ale nie w postaci ptynnej) jest
bardzo duze, tak wiec dla wzrostu ple $ni jest nieodzowna du za wilgotno $¢
wzgl edna powietrza, rz edu 80 +100% a dolna granica wilgotno $ci wzgl ednej, przy
ktérej mo zliwy jest jeszcze rozwdj ple $ni, wynosi ok. 65%, przy ktorej nieliczne
rodzaje ple $nisg juz w stanie wytworzy ¢ stabe, sk gpe grzybnie [5].

Tab. 1. Testowy zestaw kultur grzybéw plesniowych do badan odpornosci mykologicznej
materiatow i wyrobow [1-4]

Lp. Nazwa Hodowla, rasa Charakterystyka
(szczep)
1. Aspergillus niger V. Tieghem porasta bardzo wiele materiatow,
odporny na sole miedzi
2. Aspergillus tereus Thom atakuje tworzywa sztuczne
3. | Aureobasidium pullulans | (De Barry) Arnaud atakuje farby i lakiery
4. Paecilomyces varioti Bainier atakuje tworzywa sztuczne i skére
5. | Penicillium funicolosum Thom atakuje wiele materiatéw, wszystkie
tekstylia
6. | Penicillium ochrochloron Biourge atakuje tworzywa sztuczne oraz
tekstylia, odporny na sole miedzi
7. | Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bain atakuje gume
Var.Glabra Thom
8. Trichoderma viride Pers. Ex. Fr. atakuje tkaniny celulozowe i
tworzywa sztuczne

Zjawisko mo zliwo $ci przystosowania si € do takiej wta $nie wilgotno $ci jest
z technicznego punktu widzenia bardzo gro  zne, poniewa z taka wilgotno $¢é panuje
w wi ekszo $ci klimatyzowanych pomieszcze n jak réwnie z w wiekszo $ci cz esciowo
zamknietych (ze wzgl edu na bezpiecze nstwo obstugi) wyrobéw iloraz w
urzadzeniach elektrycznych.

Powstaj gca grzybnia, nawet bardzo staba, absorbuje wilgo €, zwiekszajac
tym samym mo zliwo $ci dalszego wtasnego rozwoju, co nie pozostaje bez wptywu
na prac e urzadzenia, na ktérym lub w ktérym si e ona rozwija.

Zjawiska, wynikajgce z rozwoju grzybni i zwigzany z tym wzrost zawartosci
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wilgoci/lwody sg szczegblnie niebezpieczne w elementach i podzespotach
(z)miniaturyzowanych, gdzie odleglosci miedzy sagsiadujgcymi  elementami,
podzespotami czy punktami lutowniczymi sg niewielkie. Przebicia, spowodowane przez
mikrowytadowania iskrowe sg znanym, czestym powodem zakidcehn pracy urzadzen
radarowych i/oraz uktadéw automatyki sterowania.

W przeciwienstwie do wilgotnosci powietrza lub materiatu, temperatura przy
wzroscie plesni odgrywa mniejszg role, chociaz optymalny zakres rozwoju to 25 a 37°C,
to wiele grzybni rozwija sie jeszcze przy temperaturze od 10 do 20°C, istniejg gatunki
plesni, dla ktérych gérna granica temperatur wynosi ok.60+65°C [5].

Odpowiada to w calym zakresie temperaturom pomieszc  zen
klimatyzowanych oraz temperaturom pracy wi  ekszo $ci urz gdzen automatyki i/oraz
sterowania, niezale znie od ich miejsca pracy.

Wystepujgce zaréwno nad terenami uprzemystowionymi jak i nad akwenami
morskimi (bio)aerozole i aerosole, osadzajgce sie na urzadzeniach napowietrznych,
sprzyjaja dalszemu gromadzeniu sie wilgoci, co powoduje wzrost nasigkliwosci (lub
absorpcji) wodg wszystkich  materialdw elektroizolacyjnych, szczegdlnie przy
wykonanych niestarannie niektorych operacjach technologicznych.

mostki solne

Fig.1. Uszkodzona w wyniku zwar¢ wywotanych mostkami solnymi
tadowarka do akumulatorkéw, po 2 miesigcach eksploatacji
w klimacie nadmorskim [6].

Zmiana  charakteru  chemicznego  (odczynu pH)  nowopowstatego
mikrosrodowiska, pocigga za sobg spadek wita $ciwo $ci hydrofobowych powierzchni
materiatbw a z do calkowitego ich zaniku i zmian e wlasciwo $ci powierzchni na



hydrofilne, co powoduje :

- - spadek rezystywnosci skrosnej a szczegOlnie powierzchniowej elementow,
wykonanych z materiatow elektroizolacyjnych, ponizej dopuszczalnych wymagan
eksploatacyjnych,

- - spadek odpornosci materiatéw elektroizolacyjnych na wyladowanie petzne i tuk
matej mocy, utatwiajgcych przeskoki iskrowe powodujgce przebicia,

- - wzrost wartosci wspétczynnika strat dielektrycznych (tg 8), powodujgcego wzrost
ilosci ciepta wydzielanego w uktadzie elektrycznym co moze doprowadzi¢ do

lokalnego przegrzewania materiatu i przebicia cieplnego,
- - tworzenie przewodzacych “mostkéw” solnych lub grzybni powietrznej, mogacych
powodowa¢ zwarcia poszczegolnych elementéw uktadu/éw a tym samym
--- zmiany czestotliwosci rezonansowej obwoddéw drgajgcych i pogorszenia
dobroci uktadow.

Unowocze s$nianie produkcji, polegaj ace w wielu przypadkach wyt acznie na
zmianach skladu materialowego na ta nNAsze zamienniki oraz upraszczanie
warunkéw technologicznych produkcji przez pomijanie lub skracanie niektérych
etapéw procesu wytworczego wymaga, aby ze wzgl eddw bezpiecze nstwa bada ¢
kazdy materiat i ka zdy wyréb na odporno $¢é mykologiczn 3, 0 czym wielu
producentéw zapomina lub ten fakt niestety nawet le kcewazy, poniewaz w w
przetargach najcz esciej decyduje jedno kryterium — cena.

Koszty takiego post epowania bywaj g nieprzewidywalne a czasami wr ecz
tragiczne.
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